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1. 国内産業の変遷

　近年，日本のエレクトロニクス産業は，半導体からコン
シューマ・エレクトロニクスへ，さらに，コンシューマか
ら車載用電子機器へと大きく舵を切っている。1980年台か
ら大きく飛躍した半導体分野は，東アジア諸国の台頭によ
り劣勢となった。その後，システム LSIや SiP (System in 
Package)分野の活性化により，一時期ではあっても活気を
取り戻す傾向にあったが，東アジア勢の勢いと供にシュリ
ンクしているのが現状である。一方で，実装・すり合わせ
技術が複雑で，且つ重要となる自動車産業は，拡大傾向に
ある。今後，国内の電子産業としては，自動車関連やロ
ボット関連の産業が発展すると予測され，また，それらの
技術開発が期待される。また，先に述べた半導体の利用に
関しても車載用の用途が大きな割合を占めるに到っている。
　本稿では，次世代のキー技術として考えられるカーエレ
クトロニクスを含むメカトロ分野を視野に入れ，新技術分
野におけるこれまでの概要と将来展望について考察す
る 1)～3),25)。

2. エレクトロニクス産業からメカトロ産業へ

　電子システムのものづくりは半導体が代表するように印
刷技術の発展を基盤としていたのに対し，メカトロシステ
ムのものづくりは，「機械系システムの駆動を電子システム
で制御する」すり合わせ技術となる。
　昨今の自動車は，メカトロシステムの最たる例として捉
えることができるが，自動車やロボットの設計，製造は，
機械システムのコンピュータシステム化であるとも考える
ことができる。実際，昨今の自動車には，100個以上のセ
ンサと 100個以上の ECU (Electronic Control Unit)が使われ
ており，価格ベースでも電気電子系部が半分を占めるに
到っている。
　従来から言われているように，電子システムの設計にお
いては，半導体，パッケージ，基板から構成される協調設
計技術の確立が求められる。そして，先にも述べたよう

に，1980年台から飛躍した半導体産業において，LSI-CAD
や回路シミュレーション CAE技術が発展し，また，2000
年以降のコンシューマ電子産業において，プリント配線板
やパッケージなど，三次元設計に関わるCADやシミュレー
ションCAE技術が発展してきた 3)～5)。そして，システムで
の信号の高速化は，SI/PI (Signal Integrity/Power Integrity)に
関する多くの問題を顕著化し，それらに伴い，三次元電磁
界シミュレーションを中心とする技術革新を促してきた。
今後のメカトロ産業の発展に伴い，電気，熱，応力など複
合分野での統合設計に向けたメカトロ設計技術やマルチ
フィジックス設計技術の必要性が高まると考えられる。
　携帯電話器に代表されるディジタル情報家電において
も，半導体・パッケージ・基板から成る構造は，同じであ
り，特に，高密度多層プリント配線板は，いわゆる高密度
モジュールと呼ばれ，多様なノイズ対策が施されてきた 6)。
車載機器設計では，これに多くのケーブル（ハーネス）が
存在し（図 2），それらがアンテナとして動作することがし
ばしばである。したがって，半導体や基板上で発生したノ
イズが放射ノイズとなり，機器同士で悪影響を及ぼし合
う。それらは，いわゆる自家中毒と呼ばれており，対策が
急務である。ハーネス上の微小なコモンモードノイズがア
ンテナにより拡大，放射されるため，深刻となる。した
がって，ハーネスを通過するコモンモードノイズの削減手
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図 1.　エレクトロニクス産業の変遷


